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晶圓重生 Wafer ReBirth
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半導體、太陽能、平面顯示器、發光二極體

特殊氣體製造

晶圓重生加工服務

銅磁晶片及發光元件製造

自有技術

及商品製造

近 年

發 展

精密設備、零組件、原物料

貿 易 代 理
成 立

初 期

主 要 業 務1 公 司 簡 介
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2010

Dec.

公司設立

竹北

2011

Dec.

毒化物營運執照

正式取得

2016

Feb.

竹南廠啟用

總部搬遷

Sep.

ISO9001

品管系統認證

2017

Jun.

晶咏呈新材料

南京子公司成立

Dec.

亞欣達特殊材料

子公司成立

2018

Aug.

亞欣達特殊材料

量產

2019

Nov.

登錄興櫃

公開發行

2021

Oct.

竹南1廠擴廠

完工

Jun.

竹南2廠建廠

動工

2022

Apr.

上櫃掛牌

公開發行

發 展 歷 程1 公 司 簡 介
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晶呈科技 股 份 有 限 公 司

1 0 0 %
南 京 晶 咏 呈 新 材 料

實收資本額 :  USD 60萬

5 0 %
亞 欣 達 特 殊 材 料

實收資本額 : NTD 7,795萬

投 資 架 構1 公 司 簡 介
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特殊氣體應用
加工

晶圓

重生

半導體電子級

特殊氣體

銅磁晶片

及發光元件

電子級複合

金屬材料

現階段營收
貢獻主力

未來潛力商品

主 要 產 品1 公 司 簡 介
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半導體黃光、蝕刻、薄膜、擴散 /離子植入及設備清洗製程

目前已開發及銷售的產品與應用領域

黃 光

蝕 刻

薄 膜

擴 散

半導體

製程

CF4 C3F8

C4F6 C4F8

CH2F2 SF6
N2O

SiF4

XeF2/N2

Kr/Ne F2/Kr/Ne

Xe/Ar/Ne F2/Ar/Ne

H2/Ne HCl/H2/Ne

特 殊 氣 體1 公 司 簡 介
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(乾式特氣去膜)

特殊配方混和氣體

薄膜

矽晶圓

原理

應用於矽晶圓薄膜去除 稱為”晶圓重生“

將獨家專利氣態蝕刻設備，與特殊氣體配方

®

晶 圓 重 生1 公 司 簡 介

Icon made by xnimrodx from www.flaticon.com

https://www.flaticon.com/authors/xnimrodx
http://www.flaticon.com/


10

半 導 體 製 程
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半 導 體 產 業2 半導體製程



12

爐 管2 半導體製程
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光 阻 塗 佈2 半導體製程
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黃 光2 半導體製程
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蝕 刻2 半導體製程
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化學機械研磨2 半導體製程



17

化學氣相沉積2 半導體製程
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物理氣相沉積2 半導體製程
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矽 晶 圓 應 用
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Virgin Wafer (全新的積體電路矽晶圓)

分類名稱正解 產業中文俗名 產業英文俗名

積體電路元件矽基板 產品矽晶圓 Prime wafer

晶圓製造設備熱機用矽晶圓 擋片 Dummy wafer

晶圓製造製程監控用矽晶圓 控片 Monitor wafer

名 詞 解 釋3 矽晶圓應用
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1.擋片矽晶圓( Dummy Wafer):
⚫用於填滿爐管空缺位置、設備熱機、以利於溫度及流場均勻
性控制之晶圓

2.控片矽晶圓 (Monitor Wafer):
⚫用於監控薄膜成長厚度、蝕刻變化、材料特性、及電氣特性
含微塵數目 (particle ) 的晶圓，是製成品質監控的重要依據

擋 片 及 控 片3 矽晶圓應用
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爐 管 擋 控 片3 矽晶圓應用
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化學氣相沉積擋控片3 矽晶圓應用
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物理氣相沉積擋控片3 矽晶圓應用
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全新矽晶圓產業3 矽晶圓應用
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再 生 晶 圓 產 業3 矽晶圓應用
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濕 式 化 學 除 膜3 矽晶圓應用
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Wafer ReBirth

晶 圓 重 生
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氣 相 蝕 刻 技 術4 晶 圓 重 生



完全除膜
(達到矽晶圓再次使用規格)

Oxide film

Nitride film

Poly film

Metal oxide film

High-K Low-K

除 膜 實 績4 晶 圓 重 生

30
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資料來源:CTIMES

R R A M控片除膜實績4 晶 圓 重 生
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除 膜 前 後 比 較4 晶 圓 重 生
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再生晶圓產業創新4 晶 圓 重 生
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處理二萬片為例

資源消耗比較4 晶 圓 重 生
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回收次數比較4 晶 圓 重 生
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除膜拯救率比較4 晶 圓 重 生
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T G V 應 用4 晶 圓 重 生
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➢自有專利氣相蝕刻設備+特殊氣體配方

➢應用乾式製程去除薄膜與蝕刻鑽孔

➢超低化學品及水用量兼顧環保

➢降低客戶擋控片報廢率，降低客戶購料成本

➢符合半導體廠ESG發展政策

結 論4 晶 圓 重 生
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未 來 展 望
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SEMI : 300mm Fab 成長趨勢圖

➢每座 300mm Fab 預估4萬片月產能
• 晶圓再生需求大於二萬片/月

• 準報廢晶圓大於5千片/月

➢2024 年全球市場
• 全球再生晶圓需求 > 322萬片/月

• 晶圓重生需求 >80萬片/月

➢製程越先進，擋控片用量越高，加上
ESG 要求下，晶圓重生除膜需求量會越
來越高

市 場 預 估5 未 來 展 望
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感 謝 聆 聽

敬 請 指 教


